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PRECISION LASER SOLUTIONS

Our precision makes it possible




LASEA | SOMMAIRE

AVANE-PIOPOS ....orevirririesssssssssssssssssssssssssssssssssssaees 5 Logiciels...... . . . 27
KYLA™ & EASYKY LA s 28
HISTOFIQUE.......c et sssssssseeees 6 LS=HMIL s 30
APPLCALIONS......ccc 8 SOUICES LASET ... .33
Tests de faisabilité...........cccocvvvvvnivinncceneenn, 10 MOAULES ... 37
LS=-SNAPE i 38
LS-Scan
LS -PreCESS. .. 42
LS-VICW oo e
LS=LaD 46







LASEA
Precision Laser Solutions

www.lasea.com

LASEA | AVANT-PROPOS

Issu de lindustrie spatiale. le groupe LASEA fut fonde en 1999 pour repondre aux besoins
croissants de procedes laser de precision. Societe belge reconnue aujourd'hui internationalement
dans lindustrie du laser, LASEA se spécialise dés sa création dans les machines automatisees

utilisant les lasers a impulsions courtes et ultra-courtes.

Combinant les equipements les plus innovants a une fiabilité industrielle sans concession pour
les secteurs les plus exigeants (medical. pharmaceutique et haute horlogerie). LASEA concoit et
fabrique des stations de travail et machines speciales pour des applications de marquage. gravure,

découpe, percage, texturation, ablation de couches minces et micro-soudure.

Pionniere dans lutilisation du laser femtoseconde depuis 2003, LASEA investit continuelle-
ment pour rester a la pointe de linnovation. Forte de ses experts en optique, mécanique et
automatisation. LASEA developpe de nouvelles technologies et procedes pour les applications les

plus complexes

Choisie par les reférences de ses secteurs de predilection. LASEA met en ceuvre des ma-
chines laser aux quatre coins du monde avec un seul objectif : fournir a ses clients un resultat de
haute precision, fiable, repondant aux plus hauts standards de qualite, tout en garantissant

la confidentialite de chaque projet et des retours sur investissement les plus courts.

Axel Kupisiewicz - CEO
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1999

- Développement

des applications
d'enlevement de
couches (brevet)

- Création de LASEA

+ Premiere unite

industrielle pour
lenlevement de
couches sur verre

- Développement de
la technologie de
decontamination

laser (brevetl)

+ Premiere installation
de lignes de
decoupe et de
tracabilite

pharmaceutique

« a-la-volee »

2004

- Premiers systemes

laser vendus pour
lindustrie

pharmaceutique

- Projet Europeen FP6

Naginels™
(Applications de
tracabilite et

danti-contrefacon)

- Brevet sur

le micro-usinage

femtoseconde

* Prix ITM en tant

que «Best practice in

process »

2007

+ Premiere installation

d'un systeme
d'usinage

femtoseconde

- Construction d'un

nouveau batiment a

Liege Science Park

(1000mM?)

+ Premiere machine

- Présentation en
premiere mondiale
d'une machine
industrielle avec
laser femtoseconde
au salon Laser \World

pour la tracabilite of Photonics de

des instruments Munich. Allemagne

chirurgicaux .

9  Presence sur le
marche Suisse dans
le domaine de la

haute horlogerie

2010
2011




2012

- Creation de LASEA
France

+ Premiere mondiale

dans le domaine des

implants cochleaires

en Australie

- Prix Trophee de
[Excellence et prix
de [Exportation
AWEX

+ Doublement de
la superficie des
infrastructures en

Belgique

2013

- Premiere mondiale

dans le domaine des

2014

Implants Intraoccu-
laires (IOL) aux Etats-

Unis

- Développement du

LS-Precess pour la
decoupe et le per-
cage sans conicite

(brevet)

- Premiere mondiale

dans le domaine
pharmaceutique
(technologie
NAGINELS)

2015

- Creation de LASEA

Etats-Unis

+ Premiere installation

d'une machine
d'extréme precision
(0.2um) aux Etats-

Unis

- Introduction d'une

machine CNC 8 axes
dans la gamme LS
(5 axes mecaniques

et 3 axes scanners)

2016

LASEA | HISTORIQUE

- Creation de

LASEA Switzerland

- Acquisition de la

societe WOW, leader
dans le developpe-
ment de solutions

automatisees

2017

- Lancement du logi-

ciel LS-Plume

+ Premiere machine

sur le marché avec
mouvements 7 axes

simultanes

2018
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e micro-usinage laser

Percage laser
Precis et rapide, le percage laser
permet lobtention de trous de petite

es variees, pour

des applications tant sur verre que
sur metaux ou plastique

Photo : céramique

Ablation laser de
couches minces

L'ablation laser de couches minces

(ou décoating) permet la gravure
selective sans delamination, bavures

ou microfissures. aussi bien pour les

pare-brise que les panneaux photo

voltaiques, ou lélectronique

Photo : verre

Découpe laser

La decoupe laser sapplique sur tous
les matériaux (durs, fragiles, mous
etc). Cette technique flexible et sans
contact offre des flancs de découpe
propres et sans bavures

Photo : laiton



Marquage laser

Le marquage laser consiste & mo-
difier le contraste d'une piece de
maniere indelebile. Ce procede est
a la fois flexible, propre (sans ad-
ditif), sans contact (sans usure) et
sans maintenance. Il peut étre utilise
pour la serialisation de produits ou
comme systeme anti-contrefacon

Photo : verre
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Structuration et
texturation

La structuration et la texturation laser
permettent de decorer ou de fonc-
tionnaliser les surfaces de tous les
matériaux en gravant de maniere fine
eta haute vitesse des motifs aussi bien
simples (une ligne) que complexes.

Photo : laiton

LASEA | APPLICATIONS LASER

Gravure laser

La gravure laser permet lusinage
rapide et sans contact de reliefs aux
dimensions parfaitement maitrisees

Photo : zircone



Tests de falsabilite

Au service de votre projet
L'innovation, notre passion

Partenaire des plus grandes universités et centres de recherche européens,

LASEA contribue a l'élaboration des nouve

>chnologies et proced

ser (programmes FP6, FP7, Eranet. Eureka, H2020..). Plusieurs projets sont

considéres comme « success stories » par les organismes européens im-

3 R&D. Nous

pliques dans

sances pour mettre en ceuvre vos nouvelles (’JF)F)UC('JJ[ ons

Production de prototypes

La société LASEA dispose d'une zone de production composée de salles

propres et de plusieurs laboratoires d'applications afin de garantir un travail

dingenierie de haute qualite. Ses ingenieurs sont a méme de develoy

procedes d'usinage pour la production de prototypes ou de préseries

Demande du client

Développement

Recherche
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Notre équipe et notre équipement

'equipe dingenieurs de LASEA est en mesure de repondre aux defis de nos clients les plus exigeants. Les labora-
toires sont equipés des dernieres technologies laser : diodes laser de puissance, lasers a fibre, lasers DPSS. lasers
femtosecondes, lasers CO2. Ces lasers sont integres dans des machines elles-mémes equipees de scanners 2D et

3D, d'axes linéaires ou de robots, et d'eéquipement de mesure et de vision

Issue du Centre Spatial de Liege. lun des cing centres d'essais de [Agence Spatiale Européenne, notre equipe a
acces a des equipements de tres haute precision tels que des microscopes electroniques, spectrometres, et profilo-

metres, ainsi qu'a de nombreux experts en optique et physique.

Contréle Validation Rapport d'expertise Solutions LASEA

avec recommandations

/i\






Machines



MARQUAGE TEXTURATION

GRAVURE

DECOUPE

Facile, fiable, ultracompacte

Congue pour le marquage de pieces de petite taille, la station de travail LS2 est une machine de classe
1a poser sur table. Sa conception robuste (structure mécano-soudée) permet une utilisation dans les
environnements les plus exigeants. Elle integre les systemes lasers nanosecondes et picosecondes

par une simple installation « plug & play »

Equipee d'une porte automatique. la LS2 permet egalement lintegration optionnelle de systemes

d'axes de translation ou de rotation

S2
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Equipements de base

MACHINE LS2 BASIC LS2 MOTION
Axes mécaniques Z XYZ
Courses XY - 200 X 200 mm
Course Z 350 mm 350 mm
Source laser nanoseconde 10a50W

ou picoseconde

Scanner LS-Scan XY
Dimensions de la table de travail 650 X 480 mm -
Logiciels KYLA™ 2D et EasyKYLA
Aide a la focalisation Double pointeur
Porte Automatique
PRECISION / REPETABILITE
Axe XY (par axe) - P:50umM R+10pmM
Options
Axe C nx 360° -
Axe A (ou B) +-120° -
Accessoires Puissance metre
Vision Cameéra de visualisation et de positionnement en temps reel
Divers Extracteur de fumee
Dimensions

680 x 820 x 920 (source nanoseconde)
Largeur x Profondeur x Hauteur
680 x 980 x 920 (source picoseconde)

+ Standard / o Option / - Non disponible dans cette configuration A




La machine ultra compacte

La LS3 est concue pour des applications de micro-usinage dans des environnements industriels
Elle integre notre gamme complete de sources laser. C'est une machine a la fois compacte, robuste,
modulaire et flexible grace a ses multiples options qui lui permettent de couvrir de nombreuses ap-

plications ou la qualité est recherchee.

MARQUAGE TEXTURATION GRAVURE DECOUPE

PERCAGE ABLATION
DE COUCHES
MINCES

1S3
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Equipements de base LS3 BASIC LS3 MOTION
MACHINE
Axes mécaniques Z (200 mm) XYZ (300 X 300 x 200 mm)
Source laser femtoseconde 5a40W
Scanner LS-Scan XY
Dimensions de la table de travail 575 %X 430 mm -
Logiciels KYLA™ 2D et EasyKYLA
Vision Cameéra de visualisation
Aide a la focalisation Double-pointeur
Table Marbre
Porte Manuelle
PRECISION / REPETABILITE
Axes XY (par axe) - P+/-25um  R+/-5pum
Options
SOURCES LASER
Picoseconde 30W
Nanoseconde 10 & 100 W
AXES ROTATIFS
Axe C nx 360° -
Axe A (ou B) +-120° -
LES MODULES
Scanner 3D Module 3D du scanner (inclus KYLA™ 3D)
Vision a travers le scanner LS-View
Module de gestion du faisceau LS-Shape
AUTRES
Vision - Cameéra Cognex, reconnaissance de forme
Métrologie - Profilometrie optique (capteur confocal)
Autofocus Capteur de distance laser
Porte Automatique
Divers Puissance metre, extracteur de fumeées, buse de découpe, table rotative
Dimensions
Largeur x Profondeur x Hauteur 1200 X 1310 X 1950 mm

+ Standard / o Option / - Non disponible dans cette configuration A




)

MARQUAGE  TEXTURATION GRAVURE DECOUPE

=-v

PERCAGE ABLATION
DE COUCHES
MINCES

La machine de micro-usinage de tres haute
precision compacte, modulaire et evolutive

La LS4 est concue pour des applications de micro-usinage dans des environnements industriels. Elle
integre notre gamme compléete de sources laser. Cest une machine a la fois modulaire et flexible grace

a ses options speciales etudiees pour atteindre des précisions extrémes.

La version 3D permet des usinages de pieces 3D complexes grace a la combinaison des mouvements

des axes meécaniques et optiques.

LS4 connectee au LS-Robot LS4




Equipements de base

LS4 ACCURATE LS4 ACCURATE 3D

MACHINE

Axes mécaniques

XYZ XYZAC

Courses XYZ 500 X 300 X 200 mm
Course A - -30° / +90°
Course C - nx 360°
Source laser femtoseconde 5a50W
Scanner LS-Scan XY
Lentille F-Theta télécentrique

Module de gestion du faisceau

LS-Shape

Logiciels KYLA 2D™ et EasyKYLA

Vision Cameéra de visualisation
Autofocus Capteur de distance laser
Porte Automatique
Climatisation de la zone d'usinage Oui
Armoire électrique Climatisee

Table Marbre

Logiciels KYLA™ 2D et EasyKYLA

Aide a la focalisation

Double-pointeur

PRECISION / REPETABILITE

Axes XY (par axe) Pi+/-2pm R:+/-05um
Axe A - P+/-5arcsec R+/-3arcsec
Axe C - P+/-6arcsec R +/-3arcsec
Options
SOURCES LASER
Picoseconde 30 W

Double-source

Combinaison de 2 sources (fs et ns)

LS-MODULES
Scanner 3D LS-Scan Z (inclus KYLA™ 3D)
Découpe et percage sans conicité LS-Precess
Vision a travers le scanner LS-View

Robotisation Module LS-Robot ou robot externe
AUTRES
Vision Cameéra Cognex, reconnaissance de forme
Métrologie Profilometrie optique (capteur confocal)
Automation LS-HMI(PLC)
Autofocus Capteur de distance laser
Divers Puissance metre, extracteur de fumées, buse de découpe
Dimensions

Largeur x Profondeur x Hauteur

1350 X 2280 x 1950 mm (LS4) / 2290 X 2340 x 1950 mm (LS4 connectée au LS-Robot)

+ Standard / o Option / - Non disponible dans cette configuration

LASEA | MACHINES
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MARQUAGE  TEXTURATION

PERCAGE ABLATION
DE COUCHES
MINCES

La machine de micro-usinage flexible de trés
haute précision

Sa structure en marbre et son enceinte extérieure parfaitement isolee de la structure interne as-
surent un travail de haute précision sans risque de perturbations externes. La LS5 peut inclure
toutes sortes de sources laser (dont les plus puissants du marcheé). notamment des sources fem-
] tosecondes pour le micro-usinage, voire plusieurs sources pour plus de flexibilite. Des traces ex-
GRAVURE DECOUPE . . R L . .
trémement precis peuvent étre obtenus a trées haute vitesse (plusieurs metres par seconde
avec des rampes d'acceleration de seulement quelques microns). La version 3D permet des usi-
nages de pieces 3D complexes grace a la combinaison des mouvements des axes mecaniques et
optiques. Lintegration d'un robot dans lenceinte (ou externe) combinee a une double-téte en font

une machine idéale pour les environnements de production.

LS5 LS5 connectee au LS-Robot L. S5-2 avec robot integre




Equipements de base

LS5 ACCURATE LS5 ACCURATE 3D

MACHINE

Axes mécaniques

XYZ XYZAC

Courses XYZ 500 X 300 X 200 mm
Course A - En fonction de lapplication
Course C - nx 360°
Source laser femtoseconde 5a100 W
Scanner LS-Scan XY
Lentille F-Theta telecentrique
Module de gestion du faisceau LS-Shape

Vision Cameéra de visualisation
Autofocus Capteur de distance laser
Porte Automatique
Climatisation de la zone d'usinage Oui
Armoire électrique Climatisee
Table Marbre
Logiciels KYLA™ 2D et EasyKYLA

Aide a la focalisation

Double-pointeur

PRECISION / REPETABILITE

Axes XY (par axe) P:+/-2um R:+/-05um

Axe A - P+/-5arcsec R+/-3arcsec

Axe C - P+/-6arcsec R+/-3arcsec
Options
SOURCES LASER

Picoseconde 30 W
Double-source Combinaison de 2 sources (fs et ns)
LS-MODULES
Scanner 3D LS-Scan Z (inclus KYLA™ 3D)
Découpe et percage sans conicité LS-Precess
Vision a travers le scanner LS-View
Pick & Place (plateaux, palettes et/ou pieces)
Robotisation
Module LS-Robot (plateaux, palettes et/ou pieces)

AUTRES

Vision Cameéra Cognex, reconnaissance de forme

Métrologie Profilometrie optique (capteur confocal)
Automation LS-HMI(PLC)
Autofocus Capteur de distance laser

Divers Puissance metre, extracteur de fumees, buse de découpe

Dimensions

Largeur x Profondeur x Hauteur

2120 x 1680 X 1950 mm (LS5)

3060 x 2130 x 1950 mm (LS5 connectée au LS-Robot)

+ Standard / o Option / - Non disponible dans cette configuration

LASEA | MACHINES




Pour les pieces de grande taille

La LS6 est la machine laser qui ouvre grand ses portes vers un monde de préecision. Grace a ses

portes motorisees et ses larges acces a la zone de traitement. la LS6 peut fonctionner aussi bien

en manuel gu'en chargement automatique robotise. Elle est également prevue pour accueillir de
‘- = grandes pieces telles que des plagues de verre et des panneaux photovoltaiques
|
Grace a ses axes de translation, cette machine permet de traiter des grandes plaques a haute vitesse
MARQUAGE TEXTURATION  GRAVURE DECOUPE

tout en gardant de grandes precisions

PERCAGE ABLATION
DE COUCHES
MINCES

LSe



Equipements de base

MACHINE

LS6 ACCURATE

Axes mécaniques

XYZ

Courses XYZ 1.000 X 1.000 X 200 mm
Source laser nanoseconde 10 & 100 W
Scanner LS-Scan XY
Module de gestion du faisceau LS-Shape

Logiciels KYLA™ 2D et EasyKYLA
Vision Cameéra de visualisation
Autofocus Capteur de distance laser
Porte Automatique

Armoire électrique

Climatiseée (echangeur air/air)

Table

Marbre

F-Theta 100 mm

F-Theta télécentrique 100 mm

Miroirs SiC pour LS-Scan XY

Climatisation de la zone d'usinage

PRECISION / REPETABILITE

Axes XY (par axe) P+4um R+0,75um
Axe Z P+10pm R+1um
Options
SOURCES LASER
Femtoseconde 5a100W
LS-MODULES
Scanner 3D LS-Scan Z (inclus KYLA™ 3D)
Découpe et percage sans conicité LS-Precess
AUTRES
Vision Cameéra Cognex, reconnaissance de forme
Métrologie Profilométrie optique (capteur confocal)
Automation LS-HMI(PLC)
Robotisation Module « Pick & Place »
Divers Extracteur de fumees
Dimensions

Largeur x Profondeur x Hauteur

2300 X 2300 X 2000 mMm

+ Standard / o Option / - Non disponible dans cette configuration

LASEA | MACHINES




Les machines spéciales de LASEA,
votre solution sur mesure

Les systemes laser de LASEA sont specialement congus pour une
integration simple et rapide dans les stations de travail ou dans les

environnements specifiques de ses clients.

Nos equipes de conception mecanique. electrique, electronique,
software et en automation developperont la solution suivant un
cahier des charges precis. en toute autonomie ou avec des partenaires

choisis ou iImposes

Au-dela des problematiques laser qui forment le centre de son
expertise. LASEA developpe aussi lautomation., la robotique, la vision
et les interfaces hommes machine, ces qualifications venant ainsi

completer notre offre de machines sur mesure

N'hésitez pas a nous exposer votre projet. Quelle qu'en soit sa

complexite, nous trouverons les solutions pour le mener a bien.
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Logiciels



TN
EasyKYLA

Logiciels de controle

La programmation des procedeés laser est realisée par le logiciel de controle de LASEA, KYLA™. Ce

logiciel pilote lensemble des dispositifs et fonctions matéerielles proposees par LASEA en standard

L AN N

ou en options

Une version complete de KYLA™ est fournie avec toutes les machines LASEA. Une version simplifiee,

nommee EasyKYLA, peut étre specialement configuree pour lusage par un operateur de production

Tous les dispositifs controlés par KYLA™

Sources laser

Longueur donde, taux de repetition, puissance laser emise, duree d'impulsion

Obturateurs mécaniques

Ouverture ou fermeture

Atténuateurs de puissance

Puissances transmises

Elargisseurs de faisceaux

Facteur d'eélargissement de x2 a x8

LS-Precess

Vitesse, angle de depouille

Scanners

Vitesse de balayage - Position + Délais +- Rampes d'accélération - Réepétitions

Axes de déplacement

Vitesse - Position - Accélération

Caméras

Reconnaissance de forme

Systémes de focalisation automatique et de profilome-

trie

Résolution - Zone d'analyse

Capteurs de puissance

Durée de la mesure

Extracteurs de fumées

Allumage et extinction
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A

A partir de fichiers .dxf, stl,

peg. bmp. ou d'un fichier vierge. il est possible d'obtenir tres rapidement
un trace en 2D ou 3D prét a étre execute. Le logiciel transcrit automatiquement limage. le texte, ou
le schema

creéeé en vecteurs de déeplacement du scanner ou des axes

‘interface ¢

C

(

Jyraphique conviviale permet de visualiser les trajectoires du faisceau mais aussi de les
parameétrer et de controler le laser

Cette interface graphique peut également étre remplacée par une
interface sous forme de commandes de déplacements de type G-Code
Fonctionnalités principales

Chargement, edition, et sauvegarde de fichiers de recettes et de configuration

Importation de fichiers DXF, STL, BMP, ou JPEG

Creation de textes avec polices Windows TrueType, « Single Stroke », code a barres, ou datamatrix avec fonction d'incrémentation automatique ou liaison
avec une base de données

Integration d'un module CAD capable de modifier les motifs d'usinage aux formats DXF

Generation automatique des parcours du faisceau laser et visualisation en 2D (3D en option) de ces parcours

Affichage et modification des parametres lies au laser, aux déplacements du scanner et des axes

Génération automatique de matrices d'optimisation

Pilotage automatique et synchronisé du scanner et des axes

Affichage des images de cameéras, possibilite d'enregistrer des images et films video, et d'effectuer des mesures

Enregistrement automatique de fichiers log incluant les parametres laser, scanner, et axes

Calibration automatique des lentilles




Le HMI parfaitement adapté a l'environnement
industriel

En production industrielle, les machines sur mesure et les stations de travail de LASEA peuvent étre
equipées de linterface homme machine LS-HMI. Le pupitre de commande est eéquipe d'un ecran

tactile permettant la visualisation et la gestion des alarmes ainsi que des parametres de configuration

et de production

Le LS-HMI dispose des fonctions opératives de controle commande (mode manuel et automatique),
de compteurs de production. dune gestion des utilisateurs et de la possibilite de visualiser lensemble

des entrees/sorties digitales et analogiques pour un diagnostic rapide en cas dalarme

Le LS-HMI de LASEA a éte pense pour faciliter la tache de lopérateur :
* Une ergonomie revisitée

- un acces rapide et intuitif aux informations

- une utilisation simple et pratique de linterface

-J_'rl TIES
:|.r.nr.-||
.u.-.-m.nv«.t
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Caractéristiques générales

Vues
Informations principales
Informations détaillees
Procéde
Recettes
Parameétres
Statuts
Forcages

Rapports

Historique

LASEA | LOGICIELS

Ecran tactile 22"
KYLA™ & EasyKYLA
Audit trail, rapports
Echange de donnees avec [ERP de lentreprise

Gestion des utilisateurs et des mots de passe

Ordre de fabrication, recette en cours et compteur de production

Image de la piece traitée, utilisateur connecté et liste des derniéres alarmes
Affichage de letat genéral de la machine, de lordre de fabrication et des sequences en cours
Gestion de différents sets de parametres de production
Gestion des parametres genéraux de la machine
Diagnostique létat des signhaux électriques raccordés a lautomate
Activation hors sequences des sorties commandées par lautomate

Affichage des données archivees

Alarmes
Données de fabrication
Actions des opérateurs

Courbes de suivi
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Sources laser

Satsuma (Amplitude Systemes)

‘g Laser nanoseconde (IPG)

Le laser femtoseconde industriel le plus puissant
du marche

Nous integrons de nombreuses sources laser dans nos machines afin de repondre au mieux aux
cahiers des charges de nos clients. Notre societe est pionniere dans lintegration de lasers femtose-
condes dans des installations industrielles. Les lasers ultrabrefs se sont imposes comme des outils
majeurs dans les domaines scientifiques et industriels. Les lasers a fibres offrent des perspectives

tres attractives pour lobtention d'une puissance moyenne elevee

Nous utilisons egalement des sources laser nanosecondes, ainsi que des sources de tres forte
puissance pour des applications plus thermiques comme la soudure, le tout en infrarouge. ultraviolet

ou visible.

Libre de selectionner les meilleures sources lasers du marche, LASEA a tisse des liens forts avec
les meilleurs fournisseurs de sources laser tels quAmplitude Systemes et Light Conversion pour les

lasers femtosecondes ou encore IPG Photonics pour les lasers nanosecondes.

Amplitude Systemes sappuie sur des déeveloppements innovants dans le domaine de la conception
des fibres et des amplificateurs laser pour proposer une gamme de lasers a fibre ultrabrefs offrant

simultanement haute puissance moyenne et energie de sortie elevee

Le design innovant des sources Light Conversion ameéne une nouvelle approche en intégrant los-
cillateur, le compresseur et lamplificateur dans une méme structure mecanique. La puissance
moyenne et lenergie par pulse elevees en font des sources femtosecondes industrielles adaptees

a de tres nombreuses applications de micro-usinage.

Notre gamme de systemes laser FL (de 10 a 100 W) integre un laser a fibre IPG pulse (Ytterbium) de
tres haute fiabilite (MTBF > 100.000 h). Ce laser delivre un faisceau laser de haute puissance avec
une duree dimpulsion de 4 a 200 ns afin de beneéficier d'une énergie maximale et de s'adapter aux

matériaux sensibles avec des impulsions courtes et a haute cadence
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AMPLITUDE SYSTEMES Satsuma Satsuma HP Satsuma HP? Satsuma HP3 Tangor Yuja
Longueur d'onde 343 Nnm - 515 NmM * 1030 NM
Puissance maximale 5\W 10 W 20 W 50 W 100 W 10 W
Energie par pulse 10ouJ 20uJ 40pJ 40 3001J 100uJ
Durée d'impulsion 350fs - 10ps 500fs - 10ps 500fs - 10ps
Fréquence de repétition max. 2 MHz
Mode d'opération Pulsé
Machines LASEA compatibles LS3+LS4-LS5-LS6 LS4 - LS5+ LS6 LS3-LS4-LS5+LS6
Applications Marquage - gravure + découpe + percage + ablation de couches minces - texturation
LIGHT CONVERSION Pharos Carbide
Longueur d'onde 343 Nnm * 515 nmM * 1028 nm
Puissance maximale 4 - 40W 6-20W
Energie par pulse maximale 200 - 2.000 uJ 65 - 400 pJ
Durée d'impulsion 290fs - 10ps
Fréquence de répétition max. 1IMHz 1MHz
Mode d'opération Pulse
Machines LASEA compatibles LS3-LS4-LS5-1LS6
Applications Marquage - gravure - découpe - percage - ablation de couches minces - texturation
IR NANOSECONDE FL 20 FL20T FL 30 FL 50 FL 100
Type Laser a fibre (Ytterbium)
Longueur d'onde 1064 nm
Puissance maximale > 20\W > 20W > 30/ > 50W > 100\W/
Durée d'impulsion 100 ns De 4 nsa200ns 100 ns 100 ns 100 ns
Mode d'opération Pulse

Machines LASEA compatibles

LS2+1S3-LS4-LS5-LS6

Applications

Marquage + gravure + decoupe * pergage - ablation de couches minces - texturation
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LS-Shape

S-Shape

LS-Shape, module de gestion de faisceau laser

Concu pour le micro-usinage laser. le LS-Shape est un module de gestion du faisceau unique, indis-
pensable pour atteindre un processus optimise
Bien que les applications de marquage ou d'usinage conventionnelles naient besoin que de peu
de réglages de parameétres précis, les processus ultracourts portent une attention beaucoup plus
precise au recouvrement des impulsions, a la densite de puissance ou a la preservation d'une qualite
optique parfaite. Les integrateurs habitues a la haute precision savent a quel point il est difficile d'eviter
lastigmatisme des faisceaux élargis par exemple. L attenuation des faisceaux est egalement déelicate
en raison de la modification de la forme geomeétrique du faisceau par les modulateurs acousto-op-
tiques. ou de la longueur dimpulsion par la modulation du courant des diodes
Outre le choix du laser, c'est cette gestion du faisceau qui definit la qualite, leficacité et la répétabilite
des usinages. Le LS-Shape est loutil adapte a cette optimisation et ses étapes dalignement rapide
rendent son integration tres facile
Enfin, pour les installations a haute productivité, le remplacement de ce module est immeédiat et
permet de continuer la production lorsque la réparation est en cours.
Directement relie a un ordinateur via une interface Ethernet. le LS-Shape est piloté par notre logiciel
KYLA™, un logiciel de micro-usinage complet capable de communiquer avec plusieurs axes, came
ras et lasers,
Ce Dboaitier en aluminium scelle comprend un obturateur de securite certifie, un piege a lumiere, un
atténuateur, un élargisseur de faisceau, une mesure de puissance, un convertisseur de polarisation et
une protection contre les retours optiques, le tout pour un parcours du laser parfait et stable
Caracteéristiques principales

- Obturateur motorise

- Piege a lumiere

- Elargisseur de faisceau motorise (x2 a x6)

- Atténuateur motorisé

- Puissance-metre

- Protection contre les retours optiques

- Convertisseur de polarisation circulaire
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Equipements de base LS-SHAPE
Ouverture d'entrée 6 mm
Ouverture de sortie 20 mm

Longueur d'onde 343 Nm - 515/532 nm - 1.030/1.064 nm
Puissance maximale 50 W
Energie maximale (@300fs-1030nm) 300 pJ
Energie maximale (@10ns-532nm) imJ
Transmission > Q0%
Temps de fermeture de l'obturateur <500 Ms

Capacite du piege a lumiere

20W en continu, 50\ pendant 1 min (piege a lumiere refroidi par eau, 50\ en continu possible sur demande)

Elargisseur de faisceau

Fixe x3 (fixe x2 ou x4 sur demande)

Mesure de puissance

Echantillonnage de puissance < 0.5 % calibre

Polarisation circulaire

Pmin / Pmax > 90 %

Alignement Aligné en usine avec < 0,5 mm de decalage lateral et < 200 prad de decalage angulaire par rapport au faisceau incident.
Iris de reference pour lalignement sur site
Dimensions 397 X 210 X 130 mm?
Options
Atténuateur Motorise

Elargisseur de faisceau

Motorise (x 2 a x 6)




LS-Scan

—-—

LS-Scan, la téte scanner a haute accélération

Congu pour le micro-usinage laser et le marquage de haute précision, le LS-Scan est la seule téte
scanner de LASEA

Les applications de marquage classiques necessitent des vitesses de balayage elevees avec une
precision d'environ 30 um. Le micro-usinage néecessite egalement une vitesse éleveée pour éviter
laccumulation de chaleur. mais la precision est beaucoup plus critique et les tracés comportent
souvent beaucoup plus de détails qui requierent des besoins constants d'accélération

La technologie du LLS-Scan, basee sur des moteurs a bobines mobiles plates, est differente de la
technologie conventionnelle a aimants mobiles

Les bobines mobiles etant plus legeres que les aimants et consommant 5 fois moins d'energie, le
LS-Scan reduit les derives thermiques et offre des rampes d'acceleration environ 20 % inferieures
aux meilleurs scanners traditionnels a aimants mobiles

Grace a ces performances, il est possible d'utiliser davantage de puissance laser sans degrader la
precision d'usinage et ainsi réduire le temps de cycle.

Directement relie a un ordinateur via une interface Ethernet. le L.S-Scan est pilote par notre logiciel
KYLA™, un logiciel de micro-usinage complet capable de communiquer avec plusieurs axes, came-
ras et lasers.

Le protocole standard XY2-100 peut egalement étre utilise avec une carte de controle externe.

Caracteéristiques principales
- Les plus hautes performances dynamiques sur la marche
- Faible dérive thermique
- Module 3D possible
- Interfacage aise avec notre logiciel KYLA®

- Compatible avec le protocole XY2-100
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Equipements de base LS-Scan XY 10 LS-Scan XY 15 LS-Scan XY 20
Ouverture d'entrée 10 mm 15 mm
Erreur de poursuite 80 us 110 s

Longueur d'onde 343 NM - 355 NM - 515/532 + 1.030/1.064 nm - 10.600 nm
Puissance maximale 100 W
Energie maximale (@300fs-1030nm) 400 uJ
Energie maximale (@10ns-532nm) 1mJ
Transmission (avec F-Theta) > Q0%
Course angulaire 640 mrad
Vitesse maximale de scanner 70 rad/s
Résolution en position statique 10 prad
Répétabilité +/-10prad
Dérive thermique (sur 8 heures) +/- 20prad

Dimensions 126 X 121 X 144 mm3
Module 3D
Montage Avant le LS-Scan XY
Ouverture d'entrée 22 mm
Modification du diameétre du faisceau X 0.8
Modification de la taille de spot X125
Erreur de poursuite 4ms

Dimensions 109 X 70 x 80 mm3
Option
Miroirs SiC Ameliore lacceleration du scanner grace a une meilleure rigidite des miroirs
Lentille F-Theta Plusieurs lentilles F-Theta ou F-Theta téelécentriques sont disponibles
Elles sont fournies avec lanneau adapté pour éviter les retours optiques
Buse de découpe Découpe et percage avec apport de gaz
Objectifs
Distance focale 60 mm 80 mm 100 mm 160mMm 255mm
Taille de spot minimum (M2= 1,1, 1.030 nm,
LS-Scan 20) 12 um 14pm 16 um 22 um 35 UM
Champ du scanner 12 X 9 mm? 23X 13 mm? 28 x 20 mm? 70 X 50 mm? 120 X 70 mm? 200 X 165 mm?
Champ en Z (avec le module 3D) 1mm 2mm 3mm 7 mm 20 mm
Distance de travail 66 mm 79 mm 126 mm 176 mm 317 mm

Ces données peuvent varier en fonction de la qualite du faisceau, de louverture d'entrée du LS-Scan, de la télecentricité ou de la longueur d'onde.




LS-Precess

LS-Precess

LS-Precess, module de précession

Les procedés de percage et de découpe au laser sont bien établis dans lindustrie depuis de nom-
breuses annees. Les procedes de decoupe utilisant une téte scanner sont de plus en plus frequents
en raison de leur facilite d'utilisation et de leur vitesse, ainsi que d'un cout global inférieur a celui d'un
systeme consommateur de gaz et piloté par axes. Dans tous les cas, avec une buse ou un scanner,
des angles de depouille sont inevitables en raison des formes gaussiennes des faisceaux laser. Le
LS-Precess est un module capable de supprimer ou de controler ces angles de depouille. Il sadapte
bien au percage et la decoupe par buse et mouvements d'axes, mais il permet également Lutilisation
de tétes scanner avec la méme faciliteé que les processus de scanner conventionnels
Le principe est une rotation continue a grande vitesse autour de laxe de propagation d'un decalage
lateral du faisceau. Une fois focalises, ces decalages lateraux sont convertis en angles d'attaque ro-
tatifs qui taillent les deux parois laterales de la decoupe.
La technologie brevetee de LASEA est la seule compatible avec [utilisation de scanners et dobjec-
tifs F-Theta, permettant des champs de traitement allant jusqu'a 20 x 20 mm. avec une conicite nulle,
voire negative, et stable
De plus. pour les installations a haute productivite, le remplacement de ce module est immediat et
permet de continuer la production lorsque la réparation est en cours.
Directement relieé a un ordinateur via une interface Ethernet. le LLS-Precess est piloté par notre lo-
giciel KYLA™, un logiciel de micro-usinage complet capable de communiquer avec plusieurs axes,
cameras et lasers
ILintegre une motorisation du decalage lateral et une fonction de dérivation pour effectuer une de-
coupe. une gravure ou une texturation conventionnelle. Ce module est facile a intégrer et vous four-
nira un systéme de traitement laser parfait.
Caracteéristiques principales

- Reglage motorise du decalage lateral

- Jusqu'a 30.000 rotations par minute

- Fonction "By-pass’

- Lentilles F-Theta telecentriques 50mm et 8o0mm

- Taille de tranchée min de 40 pm
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Equipements de base

Ouverture d'entrée

22 mm

Ouverture de sortie

22 mm

Longueur d'onde 343 NmM - 515 NnM - 532 nM - 1.030 NnM - 1.064 nm
Puissance maximale 50 W
Energie maximale (@300fs-1030nm) 300 pJ
Energie maximale (@10ns-532nm) imJ
Transmission > 80%

Décalage latéral du faisceau

5a 7.5 mm du centre

Vitesse de rotation maximale

30.000 rpm

By-pass By-pass variable entre 0 et 100%
Polarisation Polarisation non aleatoire requise
Polarisation motorisee (parametrée parfaitement circulaire sur cible (@avec Pmin / Pmax > 95%)
Alignement Aligné en usine avec < 0,5 mm de décalage latéral et < 100 prad de décalage angulaire par rapport au faisceau incident.
Iris de reference pour lalignement sur site
Dimensions 376 x 293 X 175 mm?3

Objectifs
Distance focale 50 mm 80 mm
Taille de tranchée minimum 40 Um 60 pm
(M2= 1,1, 1.030 nm, LS-Scan 20)
Champ du scanner 8 x 7 mm? 22 X 20 mMm?2
Compensation de la conicite +/-5a+/-9 +/-3a+/-6
Epaisseur maximum du matériau 100 a 300 uym 200 a 600 pm
(sans refocaliser)
Distance de travail 60 mMm 79 mm

Ces donnees peuvent varier en fonction de la qualite du faisceau, de louverture d'entree du LS-Scan, de la telecentricite ou de la longueur d'onde.




LS-View

Vision a travers le scanner

Congu pour observer le champ du scanner avant, pendant et apres le procedé laser, le LS-View est
un systeme de vision passif aligne sur le faisceau laser. Aucun mouvement daxe mecanique n'est
necessaire pour obtenir une image nette de la piece

Avant le procéde, la visualisation du champ du scanner peut aider a positionner la piéce au bon
endroit. Au cours du procede, lafichage de lablation permet un suivi visuel du procede. Apres le
procede, une autre inspection visuelle peut valider que lablation a eté faite la ou on le souhaitait

Le LS-View comprend une optique dichroique pour diviser la longueur d'onde, un objectif avec son
reglage de mise au point. un filtre dinterference pour obtenir une image nette et une camera de ¥z
po. Il offre une visualisation directe du centre du champ du scanner avec une resolution allant jusqu'a
8 um

En plus du positionnement en XY, la résolution verticale se situe dans la plage de la longueur de
Rayleigh du laser. ce qui permet un positionnement en Z rapide de la piece sans devoir la graver.
Directement reliee a un ordinateur via une interface Ethernet, la caméra du LS-View safiche dans
notre logiciel KYLA®, un logiciel de micro-usinage complet capable de communiquer avec plusieurs
axes, cameras et lasers

Limage peut également étre afichée sur un autre logiciel comme nimporte quelle caméra standard

Caracteristiques principales
- Image haute résolution
- Moins de 2% d'attenuation du laser

- Parametrage de la focalisation
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Equipements de base LS-View IR LS-View VIS LS-View UV
Longueur d'onde 1.030/1.064 nm 515/532 Nm 343/355 nm
Ouverture 22 mm
Puissance maximale 50 W
Energie maximale (@300fs) 300 pJ 150 pJ 30 uJ
Energie maximale (@10ns) imJ 500 pJ 100 pJ
Transmission >08 %
Longueur d'onde d'observation 700 Nnm
Bande spectrale réfléchie (caméra) 420 — 900 nm 615 - Q00 NM 420 - 900 Nnm
Transmission de la bande spectrale (laser) 990 - 1.600 Nm 490 - 532 Nnm 340 - 360 nm
Dimensions 251 X 115 X 85 mm3
Lentilles F-Theta
Distance focale 50 mm 80 mm 100 mm
Champ 3.9 X 2,9 mm? 7.2 X 5.4 mm?2 7.7 X 58 mm?
Résolution optique 8 um 11um 14 um

Ces données peuvent varier en fonction de la qualite du faisceau, de louverture d'entrée du LS-Scan, de la télecentricité ou de la longueur d'onde.




Le set-up de micro-usinage de laboratoire

Tout comme un systeme de micro-usinage haut de gamme, ce petit laboratoire, combiné avec les

modules de gestion du faisceau de LASEA. permet d'effectuer des processus laser de haute preci-

sion. Equipé daxes de nano-positionnement et d'une armoire électrique pour la gestion de la sécuri-
te, le LS-Lab est le lien entre les modules OEM et une configuration laser préte a lemploi.

Concu pour donner acces a des applications de decoupe. de percage (conicité nulle). de texturation,
de marquage. de gravure ou d'ablations de couches minces, cet appareil est premonte, installe avec
la configuration optique choisie et doit étre place sur une table optique, a cote d'un laser. Vous navez
besoin de rien d'autre pour demarrer un micro-usinage !

Cette quasi-machine est un systeme de classe 4. et nécessite donc lutilisation de lunettes de secu-
rite et toutes les protections necessaires. Elle peut facilement étre integree dans un environnement
de classe 1 car elle comprend deja un obturateur de securité avec plusieurs capteurs. tous controles

par un controleur de securite

Caracteristiques principales
- 9 miroirs gjustables de haute precision
+ Resolution de 500 nm
- Champ de 160 x 160 x 300 mm
- Systeme securise
- Alignement aise
- Possibilite d'integrer les modules de LASEA
- LS-Shape
- LS-Precess
- LS-View
- LS-Scan

LS-Lab
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Equipements de base

LS-Lab

Longueurs d'onde

343 NM - 355 M - 515 NM - 532 NmM - 1.030 M - 1.064 nmM

Z axis Course Z de 300 mm
Repetabilite +/- 1 um
Precision en Z de +/- 2,5 um sur toute la course
Precision en Z de +/- 1 um sur 50 mm
Table Marbre

Systeme de fixation de 'échantillon

Systeme d'aspiration (vide non fourni) avec plateforme inclinable

Armoire électrique

Armoire électrique 19 " 12U avec plusieurs racks pour la gestion de la sécurité, des modules, et des axes

Panneau de controle

Boitier de commande déplacable avec bouton d'arrét d'urgence et de réarmement, et differents boutons selon les options choisies

Dimensions 600 X 600 x 1.050 mm
Poids 260 kg
Options
Source laser Nanoseconde

Source laser

Femtoseconde (voir page 34 )

Axes XY

Course XY de 160 x 160 mm
Répeétabilité de +/- 100 nm
Précision XY de +/- 500 nm sur toute la course
Précision XY de +/- 300 nm sur 50 mm

Modules

LS-Shape
LS-Precess
LS-View
LS-Scan

Objectifs

Differents objectifs sont disponibles avec des distances focales de 10 mm a 254 mm

Extracteur de fumées

Extracteur de fumées avec filtres Hepa et buse d'aspiration
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Les informations figurant dans ce catalogue contiennent uniquement une description

generale ou des caracteristiques de puissance qui, dans un cas d'utilisation concret,

ne sont pas toujours valables telles qu'elles sont décrites ou représentees et peuvent étre
soumises a des modifications dues a l'evolution des produits. Les caracteristiques de puissance
souhaitées ne sont alors impératives que si elles ont fait lobjet d'un accord explicite lors

de la conclusion du contrat. Les machines illustrées peuvent contenir des options et des accessoires
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